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(57) Abstract: The invention relates a sensor device (1) for measuring a temperature of a flowing medium, comprising a housing (3),
in which a printed circuit board (5) is at least partially arranged, a temperature sensor element (7) being mechanically held in place
in a predetermined sensor element region (19) of the printed circuit board (5) and not being held in place by means of the housing
(3), and the printed circuit board (5) being designed in such a way that the temperature sensor element (7) is exposed to a fluid flow
of the tflowing medium.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Sensorvorrichtung (1) zum Ermitteln einer Temperatur eines stromenden Mediums, mit einem Geh&use (3), in dem zumindest
teilweise eine Leiterplatte (5) angeordnet ist, wobei ein Temperatursensorelement (7) frei von einer Fixierung durch das Gehduse
(3) an einem vorgegebenen Sensorelementbereich (19) der Leiterplatte (5) mechanisch fixiert ist und die Leiterplatte (5) derart
ausgebildet ist, dass das Temperatursensorelement (7) einer Fluidstrémung des strémenden Mediums ausgesetzt ist.
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Beschreibung

Sensorvorrichtung zum Ermitteln einer Temperatur

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sensorvorrichtung zum

Ermitteln einer Temperatur.

Sensorvorrichtungen zum Ermitteln einer Temperatur werden auf
unterschiedlichen Gebieten eingesetzt. Beispielsweise werden
Sensorvorrichtungen zum Ermitteln einer Temperatur in Ansaug-
leitungen von Brennkraftmaschinen eingesetzt zum Ermitteln einer
Ansauglufttemperatur einer durchstromenden Luft. In Brennkraft-
maschinen mit Kraftstoffeinspritzung dient die Ansaugluft-
temperatur zum Ermitteln einer Menge einer Kraftstoffein-

spritzung.

In Verbindung mit Luftmassensensoren werden Sensorvorrichtungen
zum Ermitteln einer Temperatur eingesetzt zum Ermitteln einer
Durchflussmenge von Luft, die in einer Ansaugleitung einer

Brennkraftmaschine oder in Richtung eines Brenners strémt, oder
eines Brenngases, das durch ein Gasmessgerat hindurchstrdmt zum

Ermitteln der Menge eines Gasverbrauchs.

Aus DE 10 2006 024 745 Al ist eine Massenstromsensorvorrichtung
bekannt, die ein Temperatursensorelement aufweist, das zum
Erfassen einer Temperatur eines strémenden Mediums in einem
Massenstromsensor vorgesehen ist. Das strdimende Medium wird idber
eine Ausnehmung in einer Halterung der Massenstromsensorvor-—

richtung zu dem Temperatursensorelement hingeleitet.

Die Aufgabe, die der Erfindung zugrunde liegt, ist es, eine
Sensorvorrichtung zu schaffen, die eine zuverlassige Tempe-

raturmessung ermdglicht.

Die Aufgabe wird geldst durch die Merkmale des unabhangigen
Patentanspruchs. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung

sind durch die Unteranspriiche gekennzeichnet.
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Die Erfindung zeichnet sich aus durch eine Sensorvorrichtung zum
Ermitteln einer Temperatur eines strdmenden Mediums. Die Sensor-
vorrichtung umfasst ein Gehduse, in dem zumindest teilweise eine
Leiterplatte angeordnet ist. Ein Temperatursensorelement ist

frei von einer Fixierung durch das Gehause an einem vorgegebenen
Sensorelementbereich der ILeiterplatte mechanisch fixiert. Die
Leiterplatte ist derart ausgebildet, dass das Temperatursen-—

sorelement einer Fluidstrdmung des strdmenden Mediums ausgesetzt

ist.

Auf diese Weise ist gewdhrleistet, dass das Temperatursensor-—
element an der Leiterplatte mechanisch fixiert ist. Dadurch ist
eine Fixierung an dem Gehduse nicht erforderlich, was sich als
vorteilhaft gezeigt hat, da das Geh&duse typischerweise eine hohe
thermische Tragheit aufweist. Im Gegensatz zu Temperatursen-

sorelementen, die durch das Gehduse mechanisch fixiert oder

gestiitzt werden und die durch WiderstandsschweiRen oder eine

Lotverbindung oder zusatzliche elektrische Verbindungen elek-
trisch kontaktiert werden, trdgt die mechanischen Fixierung des
Temperatursensorelements an der Leiterplatte dazu bei, dass sich
die thermische Tradgheit des Gehduses auf eine Ansprechzeit des

Temperatursensorelements besonders gering auswirkt.

Das Temperatursensorelement umfasst gegebenenfalls auch ein
Fixierungselement, Uber das die mechanische Fixierung des

Temperatursensorelements an der Leiterplatte erfolgt.

Damit das Temperatursensorelement insbesondere wahrend eines
bestimmungsgemaBen Betriebs der Fluidstrdomung des strimenden
Mediums ausgesetzt ist, ist das Temperatursensorelement au-

Rerhalb eines Totbereichs der Fluidstrdimung angeordnet.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das Temperatursen-—
sorelement mittels einer Lotverbindung mit der Leiterplatte
mechanisch gekoppelt. Dies ermdglicht eine einfache mechanische

Fixierung Uber die Leiterplatte. Des Weiteren kdnnen so eine
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mechanische Kopplung und eine elektrische Kopplung in einem

einzigen Montageschritt vereint werden.

Gemal einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die
Leiterplatte einen vorgegebenen Entkopplungsbereich auf. Der
Entkopplungsbereich ist so ausgebildet, dass er dazu beitragt,
den vorgegebenen Sensorelementbereich der Leiterplatte von dem
Gehduse thermisch zu entkoppeln. Eine thermische Entkopplung des
Sensorelementbereichs von dem Gehd&use hat beispielsweise den
Vorteil, dass sich die thermische Tragheit des Gehduses besonders
gering auf die Ansprechzeit des Temperatursensorelements

auswirkt.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die Lei-
terplatte in dem vorgegebenen Entkopplungsbereich mindestens
eine Ausnehmung auf. Dies hat den Vorteil, dass dadurch eine
thermisch leitende Flache der Leiterplatte zwischen dem Sen-
sorelementbereich, insbesondere dem Temperatursensorelement,
und dem Gehause verringert wird. Es hat sich gezeigt dass die
thermische Entkopplung zwischen dem Sensorelementbereich und dem
Gehduse dadurch besonders einfach herstellbar und wirkungsvoll

im Hinblick auf die thermische Entkopplung ist.

Die mindestens eine Ausnehmung kann beispielsweise schlitzfdrmig
oder trapezfdrmig ausgebildet sein. In vorteilhafter Weise ist
die mindestens eine Ausnehmung so ausgebildet, dass sie von der
Fluidstrdmung durchstrdmt ist. Auf diese Weise wird besonders
wirkungsvoll die Ansprechzeit des Temperatursensorelements
gering gehalten und ein Beitrag geleistet fiir die thermische

Entkopplung des Sensorelementbereichs von dem Gehduse.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung sind der vor-
gegebene Sensorelementbereich der Leiterplatte und der Ent-
kopplungsbereich der Leiterplatte in Form einer Ausbuchtung der
Leiterplatte ausgebildet. Insbesondere durch eine geometrische
Ausgestaltung der Ausbuchtung der Leiterplatte, beispielsweise

durch eine Lange der Ausbuchtung, eine Breite der Ausbuchtung und
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eine Tiefe der Ausbuchtung, kann besonders wirkungsvoll ein
Beitrag geleistet werden fir eine gute thermische Entkopplung.
Des Weiteren tragt die Ausbuchtung dazu bei, dass das Tempe-
ratursensorelement geeignet in die Fluidstrdimung des strdmenden
Mediums ragt. Beispielsweise kann die Ausbuchtung aus dem Gehause
ragen, um wirkungsvoll zu der thermischen Entkopplung beizu-

tragen.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist die Aus-

buchtung stabfdrmig ausgebildet. Die stabfdrmige Ausbildung kann
auch als stegfdrmige Ausbildung bezeichnet werden. Insbesondere
eine geeignete Lange des Stabes kann besonders wirkungsvoll zu

der thermischen Entkopplung beitragen.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist die Aus-
buchtung keilfdérmig ausgebildet. Beispielsweise verjlungt sich
die Ausbuchtung hin zu einer Peripherie der Ausbuchtung. Dies

tragt zu einer mechanischen Stabilitat der Ausbuchtung bei.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist eine Aus-
werteelektronik in einem vorgegebenen Auswerteelektronikbereich
auf der Leiterplatte angeordnet. Die Auswerteelektronik kann
beispielsweise elektrisch mit dem Temperatursensorelement
gekoppelt sein. Dies hat den Vorteil, dass eine Auswertung eines
Messsignals des Temperatursensorelements beispielsweise digital

in der Sensorvorrichtung erfolgt.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung umfasst der
Auswerteelektronikbereich der Leiterplatte eine elektrisch
leitende Masseschicht. Der vorgegebene Entkopplungsbereich ist
so ausgebildet, dass er dazu beitragt, den vorgegebenen Sen-
sorelementbereich der Leiterplatte von der Masseschicht in dem
Auswerteelektronikbereich thermisch zu entkoppeln. Die Masse-
schicht kann beispielsweise als Bezugspotential oder zum Ab-
schirmen von Stdrsignalen ausgebildet sein. Die elektrisch
leitende Masseschicht zeichnet sich typischerweise durch eine

gute thermische Leitfd@higkeit aus. Daher ist es von besonderer
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Wichtigkeit, die Masseschicht in dem Auswerteelektronikbereich
der Leiterplatte thermisch von dem Sensorelektronikbereich zu

entkoppeln.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist der Sensor-
elementbereich der Leiterplatte in einer Aussparung des Gehaduses
angeordnet. Das Gehduse ist so ausgebildet, dass das Tempera-
tursensorelement der Fluidstrdmung durch eine geeignete
Stromungsfihrung ausgesetzt ist. Ferner ist das Gehduse dabei
beispielsweise so ausgebildet, dass der Auswerteelektronik-
bereich der Leiterplatte vor Umwelteinflissen geschitzt bleibt.
Durch eine geeignete Ausgestaltung der Aussparung kdnnen so
beispielsweise die Leiterplatte und das Gehduse kostenglnstig

hergestellt werden.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist das Tempe-
ratursensorelement an einer Stirnseite der Sensorvorrichtung
beziglich einer Hauptstrdmungsrichtung des strimenden Mediums
angeordnet. Dies hat den Vorteil, dass die Temperatur des
stromenden Mediums zuverldssig ermittelt werden kann. Die
Ansprechzeit des Temperatursensorelements kann so besonders kurz
gehalten werden. Insbesondere wird durch die Anordnung an der
Stirnseite der Sensorvorrichtung der Totbereich der Fluid-

stromung des strdmenden Mediums vermieden.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die Sensor-—
vorrichtung mindestens ein Massenstromsensorelement auf, dessen
Messsignal reprasentativ ist fir einen Massenstrom der Flu-

idstromung. Dies hat den Vorteil, dass in Kombination mit dem
Temperatursensorelement beispielsweise eine Luftmasse besonders

zuverlassig ermittelt werden kann.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die Sen-
sorvorrichtung einen Stromungskanal auf. Der Stromungskanal ist
zU einer Stromungsfihrung der Fluidstrdmung von einem Einlass in
dem Gehduse zu einem Auslass in dem Gehduse ausgebildet. Der

Sensorelementbereich der Leiterplatte ragt zumindest teilweise
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in den Strdmungskanal hinein. Dies tragt dazu bei, dass die

Sensorvorrichtung kompakt ausgebildet sein kann, insbesondere im
Hinblick auf ein Erfassen eines Massenstroms. In diesem Fall ist
mindestens ein Massenstromsensorelement in dem Strdimungskanal

angeordnet.

Das Temperatursensorelement kann derart in dem Strdmungskanal
angeordnet sein, dass es ein gegebenenfalls besonders giliinstiges
Stromungsverhdltnis auf Grund der Stromungsfiihrung des Stro-

mungskanals nutzt.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist das mindestens
eine Massenstromsensorelement in dem Stromungskanal angeordnet.
Dies hat den Vorteil, dass die Fluidstrdmung des strdmenden

Mediums an das Massenstromelement heranreicht. Der Strdmungs-—

kanal kann auch als Bypass bezeichnet werden.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist das Tempe-
ratursensorelement in Chip-Bauform ausgebildet. Dies hat den
Vorteil, dass das Temperatursensorelement bei der mechanischen
Fixierung des Temperatursensorelements an der Leiterplatte frei
von der Fihrung durch das Gehduse stabil in der Fluidstrdmung

positioniert ist.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist das Tem-
peratursensorelement eine Beschichtung auf. Die Beschichtung
kann beispielsweise durch einen Lack oder eine Dichtmasse
ausgebildet sein, so zum Beispiel durch sogenanntes Conformal
Coating auf Silikonbasis oder Epoxydharzbasis. In vorteilhafter
Weise ist das Temperatursensorelement so gegen Umwelteinfliisse

geschitzt.

Ausfihrungsbeispiele der Erfindung sind im Folgenden anhand der

schematischen Zeichnungen né&her erlautert.

Es zeigen:
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Figur 1 ein erstes Ausfilhrungsbeispiel einer Sensorvor-

richtung zum Ermitteln einer Temperatur,

Figur 2 ein zweites Ausfihrungsbeispiel der Sensorvorrichtung

zum Ermitteln einer Temperatur,

Figur 3 ein drittes Ausfihrungsbeispiel der Sensorvorrichtung

zum Ermitteln einer Temperatur.

Elemente gleicher Konstruktion oder Funktion sind figuren-

Ubergreifend mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.

Figur 1 zeigt ein erstes Ausfihrungsbeispiel einer Sensor-
vorrichtung 1 zum Ermitteln einer Temperatur eines strdmenden
Mediums. In der Regel handelt es sich bei diesem Medium um Luft,
in der gegebenenfalls auch Partikel in fester oder flissiger
Form, wie beispielsweise Staub oder Wassertropfen enthalten sein
kénnen. Beispielsweise ist die Sensorvorrichtung 1 dazu vor-
gesehen in einem Hauptkanal angeordnet zu sein, der ein An-
saugkanal einer Brennkraftmaschine sein kann. Eine Haupt-
stromungsrichtung la des strdmenden Mediums in dem Hauptkanal ist

durch einen Pfeil gekennzeichnet.

Die Sensorvorrichtung 1 umfasst ein Gehduse 3, in dem eine
Leiterplatte 5 angeordnet ist. Die Leiterplatte 5 ist bei-
spielsweise in einem Hohlraum des Gehduses 3 fixiert. Das Gehause
3 kann einen Gehauseboden und einen Gehdusedeckel umfassen. So
wird beispielsweise eine einfache Montage der Leiterplatte 5

ermdglicht.

Das Gehduse 3 weist ferner einen Strdmungskanal 11 auf. Der
Stromungskanal 11 ist zu einer Stromungsfiihrung einer Fluid-
stromung des strdmenden Mediums von einem Einlass 27 in dem
Gehduse 3 zu einem Auslass 29 in dem Gehduse 3 ausgebildet. Der
Stromungskanal 11 ist durch eine Ausrichtung des Gehduses 3

bevorzugt so angeordnet, dass der Einlass 27 des Strdmungskanals
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11 der Hauptstrimungsrichtung la der Fluidstrdmung des strd-—

menden Mediums entgegengerichtet ist.

In dem Stromungskanal 11 ist ein Massenstromsensorelement 13
zumindest teilweise angeordnet. Der Stromungskanal 11 ist derart
ausbildet, dass eine Fluidstromung des strdomenden Mediums an das

Massenstromsensorelement 13 herangefihrt wird.

Wie in dem ersten Ausfilhrungsbeispiel kann die Sensorvorrichtung
1 als Luftmassensensor eingesetzt werden. Zusatzlich oder alter—
nativ kann die Sensorvorrichtung 1 beispielsweise auch als
Drucksensor eingesetzt werden. In diesem Fall weist sie ein

Drucksensorelement auf.

Die Leiterplatte 5 umfasst einen Sensorelementbereich 19. In dem
Sensorelementbereich der ILeiterplatte 5 ist ein Temperatur-—
sensorelement 7 angeordnet. Ferner umfasst die Leiterplatte 5

einen Entkopplungsbereich 21.

Das Gehause 3 welist typischerweise eine hohe thermische Tragheit
auf. Diese kann sich insbesondere auf eine Ansprechzeit des
Temperatursensorelements 7 auswirken. Daher ist es wichtig, den
Sensorelementbereich 19 und insbesondere das Temperatursen-—
sorelement 7 von dem Gehduse 3 thermisch zu entkoppeln. Der
Entkopplungsbereich 21 ist dazu ausgebildet, den Sensorelement-
bereich 19 von dem Gehduse 3 thermisch zu entkoppeln. Eine
thermische Entkopplung zwischen dem Sensorelementbereich 19 und
dem Gehduse 3 tragt dazu bei, dass die Temperatur der Fluid-
stromung des strdmenden Mediums unabhdngig von einer Temperatur
des Gehduses 3 ermittelt werden kann. Insbesondere die An-
sprechzeit des Temperatursensorelements 7 kann so verkiirzt

werden.

Der Sensorelementbereich 19 der Leiterplatte 5 und der Ent-
kopplungsbereich 21 der ILeiterplatte 5 sind in Form einer

Ausbuchtung 17 der ILeiterplatte 5 ausgebildet.
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Die Ausbuchtung 17 kann beispielsweise stabformig ausgebildet
sein. Eine Lange der Ausbuchtung 17 kann dazu beitragen, den
Sensorelementbereich 19 der Leiterplatte 5 von dem Gehduse 3
thermisch zu entkoppeln. Ferner kdnnen eine HOhe und eine Breite
der Ausbuchtung 17 zu der thermischen Entkopplung beitragen. Um
besonders wirkungsvoll zu der thermischen Entkopplung beizu-
tragen, kann sich die Ausbuchtung 17 beispielsweise keilfdrmig

zuspitzen.

Die Leiterplatte 5 umfasst ferner einen Auswerteelektronik-
bereich 23. In dem Auswerteelektronikbereich 23 der Leiterplat-

te 5 ist eine Auswerteelektronik 9 angeordnet.

Die Leiterplatte 5 umfasst des Weiteren in dem Auswerteelek-—
tronikbereich 23 eine elektrisch leitende Masseschicht. Die
Masseschicht ist auf einer Riickseite der ILeiterplatte 5 an-—
geordnet und nicht dargestellt. Die Masseschicht kann beispiels-
welse als Bezugspotential der Auswerteelektronik 9 oder eines
weiteren elektrischen Bauteils ausgebildet sein. Ferner kann die
Masseschicht ein Abschirmen von Stdrsignalen ermdglichen und zu
einer elektromagnetischen Vertraglichkeit der Sensorvorrichtung
1 beitragen. Die Masseschicht ist dazu beispielsweise aus Kupfer

ausgebildet.

Die elektrisch leitende Masseschicht zeichnet sich typischer-
welse durch eine gute thermische Leitfdhigkeit aus. Daher ist es
von besonderer Wichtigkeit, die Masseschicht in dem Auswerte-
elektronikbereich 23 der Leiterplatte 5 thermisch von dem
Sensorelektronikbereich 19 zu entkoppeln. Dadurch wird ein
Beitrag dazu geleistet, das Gehduse 3 mit der hohen thermischen
Tragheit von dem Temperatursensorelement 7 zu entkoppeln und so
die kurze Ansprechzeit des Temperatursensorelements 7 zu ge-

wadhrleisten.

Aus diesem Grund ist der Entkopplungsbereich 21 so ausgebildet,
dass ein Verhdltnis eines Anteils der Masseschicht in dem

Entkopplungsbereich 21 bezogen auf eine Flache des Entkopp-
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lungsbereichs 21 kleiner ist als ein Anteil der Masseschicht in
dem Auswerteelektronikbereich 23 bezogen auf eine Fl&che des
Auswerteelektronikbereichs 23. Die thermische Entkopplung kann
besonders einfach und wirkungsvoll erzielt werden, wenn die
Masseschicht in dem Entkopplungsbereich 21 beispielsweise unter-

brochen ist.

Eine von der Masseschicht thermisch entkoppelte weitere Mas-
seschicht kann in dem Sensorelementbereich 19 ausgebildet sein.
Gegebenenfalls wirkt sich eine lokale Warmeleitung der weiteren
Masseschicht in dem Sensorelementbereich 19 ginstig auf die
Ansprechzeit des Temperatursensorelements 7 aus. Die lokale
Warmeleitung wirkt sich besonders ginstig auf die Ansprechzeit
des Temperatursensorelements 7 aus, wenn die weitere Masse-
schicht eine geringe Masse aufweist, so zum Beispiel besonders

diinn ausgebildet ist.

Das Geh&duse 3 weist ferner eine Aussparung 15 auf. Die Aussparung
15 des Gehauses 3 ist so ausgebildet, dass die Ausbuchtung 17 der
Leiterplatte 5 der Fluidstromung des strdmenden Mediums aus-—
gesetzt ist. Gegebenenfalls kann das Gehduse 3 zu einer ge-
eigneten Stromungsfihrung ausgebildet sein, sodass die Aus-
buchtung 17 der Fluidstrdmung ausgesetzt ist. Das Temperatur-
sensorelement 7 ist in dem Sensorelementbereich 19 der Lei-
terplatte 5 an der Ausbuchtung 17 der Leiterplatte 5 derart
angeordnet, dass die Temperatur der Fluidstromung des stromenden
Mediums zuverldssig ermittelt werden kann. Insbesondere ist das
Temperatursensorelement 7 auBerhalb eines Totbereichs der Fluid-
stromung angeordnet. Beispielsweise ist das Temperatursensor-—
element 7 zu diesem Zweck bevorzugt an einer Stirnseite der
Sensorvorrichtung 1 beziiglich der Hauptstromungsrichtung la des

stromenden Mediums angeordnet.

Das Gehause 3 ist dazu ausgebildet, die Aussparung 15 derart
abzudichten, dass insbesondere der Auswerteelektronikbereich 23
der Leiterplatte 5 vor Umwelteinfliissen geschitzt ist. Zu

Unwelteinfliissen zahlen beispielsweise abgeschiedene Partikel,
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insbesondere Wassertropfen oder auch Oltropfen, die in dem

stromenden Medium in dem Hauptkanal enthalten sein kodnnen.

Aus diesem Grund kann das Temperatursensorelement 7 eine Be-
schichtung aufweisen. Die Beschichtung kann beispielsweise dazu
beitragen, das Temperatursensorelement 7 gegen Umwelteinfliisse
zu schitzen. Die Beschichtung kann zum Beispiel auch zumindest
teilweise auf der Leiterplatte 5 angeordnet sein und dazu
beitragen, zumindest teilweise die Leiterplatte 5 und auf der
Leiterplatte 5 angeordnete Bauteile vor Umwelteinfliissen zu
schiitzen. Das Temperatursensorelement 7 und/oder zumindest
teilweise die Leiterplatte 5 und/oder auf der Leiterplatte 5
angeordnete Bauteile konnen bevorzugt in einem Arbeitsschritt
beschichtet werden. Die Beschichtung kann beispielsweise durch
einen Lack oder eine Dichtmasse ausgebildet sein, so zum Beispiel
durch sogenanntes Conformal Coating auf Silikonbasis oder

Epoxydharzbasis.

Das Temperatursensorelement 7 ist bevorzugt als temperatur-
abhangiger Widerstand, beispielsweise als PTC-Widerstand oder
als NTC-Widerstand ausgebildet, oder umfasst beispielsweise eine
Diode. Ferner ist das Temperatursensorelement 7 bevorzugt in
Chip-Bauform ausgebildet. Das Temperatursensorelement 7 kann
dadurch kostengiinstig hergestellt werden. Des Weiteren kann das
Temperatursensorelement 7 so iliber die Leiterplatte 5 mechanisch
fixiert sein, frei von einer mechanischen Fixierung oder einer

Stiitzung durch das Gehause 3.

Das Temperatursensorelement 7 ist bevorzugt durch eine Lot-
verbindung mit einer oder mehreren auf dem Sensorelementbereich
19 der Leiterplatte 5 angeordneten Leiterbahnen mechanisch
fixiert. Uber die mechanisch fixierende L&tverbindung kann das
Temperatursensorelement 7 elektrisch kontaktiert sein. Alter-
nativ oder zusadtzlich kann das Temperatursensorelement 7
beispielsweise lUber Bonddrédhte, Press-Fit-Pins oder LOtpins,

elektrisch kontaktiert sein.
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Mittels der einen oder mehreren Leiterbahnen, die auf der
Leiterplatte 5 angeordnet ist beziehungsweise sind, ist das
Temperatursensorelement 7 beispielsweise mit der Auswerte-
elektronik 9 elektrisch gekoppelt. Die Auswerteelektronik 9 kann
ferner elektrisch mit dem Massenstromsensorelement 13 gekoppelt
sein. Die eine oder mehreren Leiterbahnen kann beziehungsweise
kdnnen beispielsweise aus Kupfer ausgebildet sein. Beispiels-
welse ist beziehungsweise sind die Leiterbahnen als sogenannter

Leadframe ausgebildet.

Die Auswerteelektronik 9 kann dazu ausgebildet sein, ein
Messsignal des Temperatursensorelements 7 auszuwerten. Die
Auswerteelektronik 9 kann ferner dazu ausgebildet sein, ein

Messsignal des Massenstromsensorelements 13 auszuwerten.

Figur 2 zeigt ein zweites Ausfihrungsbeispiel der Sensorvor-—
richtung 1 zum Ermitteln der Temperatur des strdmenden Mediums.
Im Unterschied zu dem ersten Ausfilhrungsbeispiel weist das
Gehduse 3 der Sensorvorrichtung 1 gemal dem zweiten Ausfih-
rungsbeispiel eine abgerundete Aussparung 15 auf. Ein Eck der
Leiterplatte 5 bildet den Sensorelementbereich 19 der Leiter-
platte 5 und den Entkopplungsbereich 21 der Leiterplatte 5. Der
Sensorelementbereich 19 und der Entkopplungsbereich 21 ragen in

die abgerundete Aussparung 15 des Gehauses 3.

Der Entkopplungsbereich 21 weist mindestens eine Ausnehmung 25
auf. Die Ausnehmung 25 ist bevorzugt derart ausgebildet, dass
sich eine Fl&che der Ausnehmung 25 hin zu einer Peripherie der
Leiterplatte 5 verjlingt. Die mindestens eine Ausnehmung 25 kann
beispielsweise trapezfdrmig sein. In vorteilhafter Weise kann
die mindestens eine Ausnehmung 25 beispielsweise auch
schlitzfdrmig sein. Die mindestens eine Ausnehmung 25 in dem
Entkopplungsbereich 21 der Leiterplatte 5 tragt dazu bei, den
Sensorelementbereich 19 und insbesondere das Temperatursen-—
sorelement 7 thermisch von dem Gehduse 3 zu entkoppeln. Des
Weiteren kann die mindestens eine Ausnehmung 25 in dem Ent-

kopplungsbereich 21 beispielsweise dazu beitragen, den Sen-
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sorelementbereich 19 der Leiterplatte 5 thermisch von der

Auswerteelektronik 9 zu entkoppeln.

In vorteilhafter Weise ist die mindestens eine Ausnehmung 25 so
ausgebildet, dass sie von der Fluidstrdmung des stromenden
Mediums durchstrdmt ist. Dadurch wird die Ansprechzeit des
Temperatursensorelements gering gehalten und besonders wir-
kungsvoll zu der thermischen Entkopplung zwischen dem Sensor-

elementbereich 19 und dem Gehduse 3 beigetragen.

Figur 3 zeigt ein drittes Ausfihrungsbeispiel der Sensorvor-—

richtung 1 zum Ermitteln der Temperatur des strdmenden Mediums.
Im Unterschied zu dem ersten Ausfihrungsbeispiel und dem zweiten
Ausfihrungsbeispiel ist die Ausbuchtung 17 der Leiterplatte 5 so

ausgebildet, dass sie in den Strdmungskanal 11 ragt.

Das Temperatursensorelement 7 ist in dem Sensorelementbereich 19
auf der Ausbuchtung 17 der Leiterplatte 5 in dem Strdmungskanal
11 angeordnet. Die Fluidstrémung des strdmenden Mediums reicht
bei einem Durchstrdmen des Strdmungskanals 11 an das Tempera-
tursensorelement 7 heran. In vorteilhafter Weise kann durch die
Anordnung der Sensorvorrichtung 1 des dritten Ausfihrungsbei-
spiels eine Gehdusedimension des Gehduses 3 kompakt gehalten

werden.

Prinzipiell kann die Sensorvorrichtung eine beliebige Kombi-
nation der Merkmale aus dem ersten, zweiten und dritten Aus-
fihrungsbeispiel aufweisen. So kann beispielsweise der Sen-—
sorelektronikbereich 19 und der Entkopplungsbereich 21 wie in
Figur 2 gezeigt auf einem Eck der Leiterplatte 5 ausgebildet sein.
Statt der Ausbuchtung 17 wie in Figur 3 kann das Eck in den
Stromungskanal 11 ragen, der wiederum die Stromungsfihrung aus
Figur 1 aufweisen kann. Ebenso kann beispielsweise die im ersten
Ausfihrungsbeispiel genannte Masseschicht sowohl im ersten als

auch dritten Ausfihrungsbeispiel ausgebildet sein.
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Es kann vorteilhaft sein, wenn eine filigrane Abstitzung des
Sensorelektronikbereichs 192 und/oder des Entkopplungsbereichs
21 an dem Gehduse 3 erfolgt. Dies kann sich bezlglich einer

Vibrationsbestandigkeit glinstig auswirken.
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Patentanspriiche

Sensorvorrichtung (1) zum Ermitteln einer Temperatur eines
stromenden Mediums, mit einem Gehause (3), in dem zumindest
teilweise eine Leiterplatte (5) angeordnet ist, wobeili ein
Temperatursensorelement (7) frei von einer Fixierung durch
das Gehduse (3) an einem vorgegebenen Sensorelementbereich
(19) der Leiterplatte (5) mechanisch fixiert ist und die
Leiterplatte (5) derart ausgebildet ist, dass das Tempe-
ratursensorelement (7) einer Fluidstrdmung des strdmenden
Mediums ausgesetzt ist, und die Leiterplatte (5) einen

vorgegebenen Entkopplungsbereich (21) aufweist, der so

ausgebildet ist, dass er dazu beitrigt, den vorgegebenen
Sensorelementbereich (19) der Leiterplatte (5) von dem

Gehduse (3) thermisch zu entkoppeln.

Sensorvorrichtung (1) nach Anspruch 1, bei der das Tem-—
peratursensorelement (7) mittels einer Lotverbindung mit

der Leiterplatte (5) mechanisch gekoppelt ist.

Sensorvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden An-
spriiche, bei der die Leiterplatte (5) in dem vorgegebenen
Entkopplungsbereich (21) mindestens eine Ausnehmung (25)

aufweist.

Sensorvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden An-
spriche, bei der der vorgegebene Sensorelementbereich (19)
der Leiterplatte (5) und der Entkopplungsbereich (21) der
Leiterplatte (5) in Form einer Ausbuchtung (17) der
Leiterplatte (5) ausgebildet sind.

Sensorvorrichtung (1) nach Anspruch 4, bei der die Aus-

buchtung (17) stabfdrmig ausgebildet ist.

Sensorvorrichtung (1) nach Anspruch 4 oder Anspruch 5, bei

der die Ausbuchtung (17) keilfdrmig ausgebildet ist.
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Sensorvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden An-
spriche, bei der eine Auswerteelektronik (9) in einem
vorgegebenen Auswerteelektronikbereich (23) auf der

Leiterplatte (5) angeordnet ist.

Sensorvorrichtung (1) nach Anspruch 7, bei der die Lei-
terplatte (5) in dem Auswerteelektronikbereich (23) der
Leiterplatte (5) eine elektrisch leitende Masseschicht

umfasst und der vorgegebene Entkopplungsbereich (21) so
ausgebildet ist dass er dazu beitradgt, den vorgegebenen
Sensorelementbereich (19) der Leiterplatte (5) von der

Masseschicht in dem Auswerteelektronikbereich (23)

thermisch zu entkoppeln.

Sensorvorrichtung (1) nach einem der vorigen Ansprilche, bei
der der Sensorelementbereich (19) der Leiterplatte (3) in

einer Aussparung (15) des Gehduses (2) angeordnet ist.

Sensorvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden An-

spriche, bei der das Temperatursensorelement (7) an einer
Stirnseite der Sensorvorrichtung (1) beziglich einer Haupt-
stromungsrichtung (la) des strdmenden Mediums angeordnet

ist.

Sensorvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriche
mit mindestens einem Massenstromsensorelement (13), dessen
Messsignal reprasentativ fiir einen Massenstrom der Flu-

idstromung ist.

Sensorvorrichtung nach Anspruch 11, mit einem Strdmungs-
kanal (11) zur Stromungsfihrung der Fluidstrdmung von einem
Einlass (27) in dem Geh&use (3) zu einem Auslass (29) in dem
Gehduse (3), wobei der Sensorelementbereich (19) der

Leiterplatte (5) zumindest teilweise in den Strdmungskanal

(11) hineinragt.
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Sensorvorrichtung nach Anspruch 11 und 12, bei der das
mindestens eine Massenstromsensorelement (13) in dem

Stromungskanal (11) angeordnet ist.

Sensorvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden An-
spriche, bei der das Temperatursensorelement (7) eine

Beschichtung aufweist.
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